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報道関係者各位

プレスリリース
平成24年7月2日

ユーブロックスジャパン株式会社
ユーブロックス社、Cognovo社の買収により独自の4Gチップ技術を獲得
～ARMをスピンオフしたCognovo社の技術により、高速LTEモデムの新市場に対応～
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スイスのu-blox AG（日本法人：ユーブロックスジャパン株式会社、東京港区、代表　仲　哲周） は、「ソフトウェア・デフィニション・モデム」(SDM)チップ開発技術が専門で、英国に本拠を置くCognovo社の買収を発表しました。
この買収はユーブロックス社のIC設計機能を拡張し、4G通信とGPS技術の融合に必要な戦略的市場向け差別化製品の提供が可能となります。
「今回の買収は、ユーブロックス社にとって非常に画期的なことです。それは弊社独自のIPチップに基づく高速ワイヤレス・モデム製品を、廉価でしかも迅速に供給できるようになるからです。これで、測位機能、接続性およびアプリケーションに固有な機能をICチップに構築が求められる結合系の需要に対応可能になります。」と、ユーブロックス社のCEOであるThomas Seilerは述べています。「この新設部門によりサービス可能な市場が広がり、自動車、民生および産業分野での収益が増えることになります。弊社初の4G製品の供給は2013年を予定しています。」
Cognovo社の「ソフトウェア・デフィニション・モデム」(SDM)技術と開発ツールを使用すれば、複雑な無線モデムの設計を低消費電力の半導体チップ上に完全に変換できます。Cognovo社の技術と最近買収した4M Wireless社の技術を組み合わせれば、ユーブロックス社所有のIPベースの新しいワイヤレス・モデムのプラットフォームが容易に実現できます。
実証済みの設計

Cognovo社は、すでに、高速4G携帯電話機能を4M Wireless社のLTEプロトコル・スタックと共に動作させるSDMベースバンド・チップのデモをMobile World Congress展で行っています。これらの買収により、ユーブロックス社は4Gワイヤレス・モデム分野で主導的な地位を占めるための基礎を築いたことになります。これは、GPS/GNSSモジュール分野で市場リーダーとなるためにユーブロックス社がとった戦略と同じです。M2Mアプリケーションに使用される4Gモデムの市場は急速に拡大し、2016年までには2000万ユニットを超えると予測されています。
「ユーブロックス社内で弊社のSDM技術を展開できることを非常に喜んでいます」と、Cognovo社のCEOであるGordon Aspin博士は述べています。「SDM技術の研究・開発には300を超えるマン・イヤーを投資しました。この買収により、業界最先端のソフトウェア・モデム開発プラットフォームと世界で最も優れたICデザインおよびGNSSエンジニアを同時に取得することになります。」
この売買契約の重要項目：
· 1,650万米ドルでCognovo社の100%のシェアを取得
· 重要な知的設計資産（IP）とソフトウェアを取得
· Cognovo社のビジネスと30名の従業員をユーブロックス社に統合
ユーブロックス社Webサイトの"Investor Relations"にスライドによる補完的説明が掲載しています。
ユーブロックスについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ユーブロックスは、民生、産業および自動車市場向けに測位ソリューションとワイヤレス通信ソリューションを提供するファブレス半導体メーカーです。同社のソリューションにより、人、機器、自動車や機械等がそれぞれの位置を正確に決定し、さらに音声、テキスト、ビデオでワイヤレス通信を行うことができます。ユーブロックスは、GPS モジュール、GPSチップ、およびGPSソフトウェア・ソリューションなどのGPS製品群のみならずワイヤレス通信モジュールとワイヤレス通信ソリューションを提供していますので、　　　ユーブロックス製品によりお客様は革新的でかつコスト・パーフォーマンスの高い製品を効率よく開発することができます。ユーブロックスはスイスを本拠に、欧州、アジアや米国などをはじめ世界各国に拠点を置き、現在200名以上の従業員がいます。ユーブロックスは 1997 年に創立され、スイスの証券取引所に上場（UBXN）しています。ユーブロックスの詳細についてはhttp://www.u-blox.com/ja.htmlをご覧下さい。

Cognovo社について
Cognovo社のソフトウェア定義モデム(SDM)プラットフォームを使用すれば、携帯電話モデムと放送受信機を動的にミックスして動作させることができる、融通性の高いマルチモード・デバイスの生成が可能です。このプラットフォームを使用すれば、既存のハードウェア・デザインと比較して、シリコンの占有面積と消費電力が少ないマルチモード製品を数分の一の時間で生成できます。Cognovo社は、英国ケンブリッジを本拠とし、ベルギーのルーバンにオフィスを、中国、韓国、日本および台湾に販売代理店があります。
www.cognovo.com
免責条項

このリリースには将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述は現在の経営予見を反映するものであり、既知の危険と未知の危険、何らかの実際的結果をもたらす不確実性とその他の因子、ユーブロックス社グループの業績や成果が記述されたものや暗示されたものと大きく異なる、などの可能性をはらんでいます。これらには、グループ製品の成功やグループ製品への要求、グループ製品が陳腐化する可能性、知的資産を防衛するグループの能力、適切な時期に新製品を開発し商品化するグループの能力、グループが経営を行っているダイナミックで競争力のある環境、規制環境、為替レートの変化、収益と利益を追求するグループの能力、時宜を得た拡充事業を実現するグループの能力、などに関するリスクが含まれています。これらのリスクや不確実性の一つ又は複数が具現したり、基礎的前提に間違いがあったりした場合、このリリースに記述されたものとは大幅に異なる結果が生じることもあるでしょう。ユーブロックス社はこのリリースで現時点での情報を提供しているものであり、新しい情報、将来の出来事あるいは他の事象によりこのリリースに含まれる将来予想に関する如何なる記述の更新の義務を負うものではありません。

このプレスリリースはドイツ語と英語で出版されています。ドイツ語への翻訳が英語のオリジナルと異なる場合は、英語版に拘束されます。
＜プレスリリースと製品のお問い合わせ先＞

ユーロブロックスジャパン株式会社

〒107-0052東京都港区赤坂4-8-6赤坂余湖ビル6階

カントリーマネージャー

仲　哲周

電話：03-5775-3850

e-mail: tesshu.naka@u-blox.com
Cognovos社の4Gベースバンド・チップは、Mobile World Congress展でデモに成功
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